
JP 2009-239014 A5 2011.5.6

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年5月6日(2011.5.6)

【公開番号】特開2009-239014(P2009-239014A)
【公開日】平成21年10月15日(2009.10.15)
【年通号数】公開・登録公報2009-041
【出願番号】特願2008-83046(P2008-83046)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｂ
   Ｈ０５Ｈ   1/46    　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月17日(2011.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板にプラズマ処理を施す基板処理装置が備える処理室内に配置され、該処理室内にお
いて載置台に載置された前記基板と対向する電極構造であって、
　前記基板の中心部に対向する内側電極と、前記基板の周縁部に対向する外側電極とを備
え、
　前記内側電極には第１の直流電源が接続され、且つ前記外側電極には第２の直流電源が
接続され、
　前記外側電極は、前記基板に平行な第１の面と、該第１の面に対して傾斜する第２の面
を有することを特徴とする電極構造。
【請求項２】
　前記第１の面及び前記第２の面は前記基板の周縁部を指向することを特徴とする請求項
１記載の電極構造。
【請求項３】
　前記第２の面はパラボラ面であることを特徴とする請求項１又は２記載の電極構造。
【請求項４】
　基板にプラズマ処理を施す基板処理装置において、
　前記基板を収容する処理室と、
　該処理室内に配置されて前記基板を載置する載置台と、
　前記処理室内に配置され、且つ前記載置台に載置された前記基板と対向する電極構造と
を備え、
　前記電極構造は、前記基板の中心部に対向する内側電極と、前記基板の周縁部に対向す
る外側電極とを備え、
　前記内側電極には第１の直流電源が接続され、且つ前記外側電極には第２の直流電源が
接続され、
　前記外側電極は、前記基板に平行な第１の面と、該第１の面に対して傾斜する第２の面
を有することを特徴とする基板処理装置。
【請求項５】
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　前記第１の面及び前記第２の面は前記基板の周縁部を指向することを特徴とする請求項
４記載の基板処理装置。
【請求項６】
　前記第２の面はパラボラ面であることを特徴とする請求項４又は５記載の基板処理装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項２記載の電極構造は、請求項１記載の電極構造において、前記第１の面及び前記
第２の面は前記基板の周縁部を指向することを特徴とする。請求項３記載の電極構造は、
請求項１又は２記載の電極構造において、前記第２の面はパラボラ面であることを特徴と
する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項４記載の基板処理装置は、基板にプラズマ処理を施
す基板処理装置において、前記基板を収容する処理室と、該処理室内に配置されて前記基
板を載置する載置台と、前記処理室内に配置され、且つ前記載置台に載置された前記基板
と対向する電極構造とを備え、前記電極構造は、前記基板の中心部に対向する内側電極と
、前記基板の周縁部に対向する外側電極とを備え、前記内側電極には第１の直流電源が接
続され、且つ前記外側電極には第２の直流電源が接続され、前記外側電極は、前記基板に
平行な第１の面と、該第１の面に対して傾斜する第２の面を有することを特徴とする。
　請求項５記載の基板処理装置は、請求項４記載の基板処理装置において、前記第１の面
及び前記第２の面は前記基板の周縁部を指向することを特徴とする。また、請求項６記載
の基板処理装置は、請求項４又は５記載の基板処理装置において、前記第２の面はパラボ
ラ面であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項１記載の電極構造及び請求項４記載の基板処理装置によれば、基板の周縁部に対
向する外側電極には第２の直流電源が接続されて直流電圧が印加される。外側電極に直流
電圧が印加されると該外側電極はプラズマ中の陽イオンを引き込んで二次電子を放出する
。その結果、処理空間における基板の周縁部に対向する部分において電子密度を上昇させ
ることができる。また、第２の直流電源が接続される外側電極は、基板に平行な第１の面
と、該第１の面に対して傾斜する第２の面とを有し、二次電子は第１の面及び第２の面か
ら放出される。第２の面は第１の面に対して傾斜しているので、処理空間における基板の
周縁部に対向する部分において、第２の面から放出された二次電子が第１の面から放出さ
れた二次電子と重なる。その結果、処理空間における基板の周縁部に対向する部分におい
て電子密度を充分に上昇させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項２記載の電極構造及び請求項５記載の基板処理装置によれば、第１の面及び第２
の面は基板の周縁部を指向するので、第１の面から放出された二次電子及び第２の面から
放出された二次電子は基板の周縁部の直上において重なる。その結果、基板の周縁部の直
上において電子密度を確実且つ充分に上昇させることができる。
　また、請求項３記載の電極構造及び請求項６記載の基板処理装置によれば、第２の面は
パラボラ面であるので、当該第２の面から二次電子を載置ウエハＷの周縁部に向けて集中
的に放出することができ、もって、載置ウエハＷの周縁部の直上における電子密度をさら
に充分に上昇させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】
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